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备注：更新的内容以蓝色字体显示。（20220506更新要求来源于Appendix 1General PCB Requirements以及Appendix 3 Engineering Demands）
共用部分：
1. 标记:
1) 无要求时，板子需要添加周期，周期格式WWYY

2) 在客户没有添加位置说明时，标记添加在底层阻焊无铜区域
3) 无铅喷锡工艺板需在板内添加无铅标记,其他工艺没有要求时不添加
4) coupon（包括阻抗测试条）需要添加客户型号
5) 序列号：客户不接受序列号断号，但接受序列号颜色为黑色（也可为白色）
2. 钻孔：
1) 孔盘等大时，需按客户定义的属性制作，不允许更改孔属性
孔铜按IPC3级控制，即最小20、平均25UM。面铜按IPC3级控制（如果终端顾客的铜面要求大于IPCIII级,则按终端顾客的要求控制，如果终端顾客的铜面要求小于IPCIII级,则按IPCIII级要求控制）,相关IPC3级标准最小完成铜厚见如下：
	基铜（OZ）
	IPC III级标准最小完成铜厚(UM)

	0.33
	34.3

	0.5
	38.4

	1
	52.9

	2
	83.7

	3
	113.6

	4
	144.5


2) 文件信息中要求孔径公差为+/-0mm或无孔径公差要求时，PTH公差 +/-0.075mm、NPTH +/-0.05mm即可；制板说明中无要求时，孔径大于等于6.35mm的NPTH或PTH孔公差按照+/-0.1mm;过孔公差按照+0.075/-∞mm
3) 金属化槽公差：长和宽：+/-0.13mm；非金属化槽公差：长和宽：+/-0.1mm；
4) 客户设计盲、理孔超我司机械盲埋孔0.2-0.4mm能力及激光钻孔超我司0.1-0.15mm能力，需要确认

5) 提供的文件中，部分机械层或禁止布线层有图形，我司无法确定是否需要做槽的，需与顾确认；

3. ERP各钻孔工序备注使用新刀钻；
4. 线路、表面工艺：
1) 文件中有断线头设计，若开路需确认，其他可按照文件制作

2) 删除内层非功能性焊盘需与顾客确认
3) 喷锡板,因SMT间距不足,在喷锡时会出现锡搭桥问题(无法保留阻焊桥的情况下)，需确认

4) 文件中部分SMT靠近板边，为保证外形或V-CUT不露铜，削SMT≥10%需确认；原稿设计焊盘已经超出外形线或者与外形相切,削盘需确认；内槽削铜都需确认
5) 文件没有特别要求；沉锡厚度按最小1UM，蓝胶厚度为0.30-1.0MM
6) 不能移动板边差分线或天线
7) 客户有要求时按客户要求进行倒角，客户没有要求时，按我司内部规范制作，削大于10%需要确认（长短，分段金手指需要另外确认）
8) 对金手指倒角没有特殊要求，按公司默认要求制作

9) 非金类表面工艺+镀金手指订单，金手指上方1mm范围内过孔有开窗，这些孔在生产过程中会存在露铜的问题，需与顾客确认
10) SMT/BGA公差：a.基铜>=1oz,盘大小小于0.38MM，公差按+/-0.05mm；b.盘大于0.38mm,公差10%; BGA必须按照我司正常补偿规范补偿，允许规范范围内的少补偿，规范范围以外的少补偿不允许，如有超出规范之外少补偿或者削盘的，必须要提出确认
11)             客户原始文件：                  工程CAM制作的文件（被客诉）：
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如上图所示，由于顾客不认同我司工程如下外单制作NPTH孔默认削铜的做法，若NPTH有焊盘需要削铜，需与客户确认
12）无要求时，化学沉镍金Au：0.05-0.125μm，Ni：3-6μm
13)无要求时，OSP膜厚0.125~0.65μm，沉银厚度0.12~0.4μm；化学镍钯金：金厚最小0.05μm，钯厚0.15~0.3μm，镍厚3~6μm
5. 塞孔要求:
1) 双面盖油的过孔，按照阻焊塞孔制作
2) 过孔一面盖油、一面开窗，按阻焊盘中孔塞孔制作

3) 过孔开窗比孔大、 比盘小，按GERBER制作

4) 若BGA区域的过孔有双面开窗、需要工程与顾客确认是否要塞孔
5) 协议中要求“过孔两面不开窗，按阻焊塞孔制作”，文件中部分过孔双面盖油，但孔径超出我司塞孔能力（能力为成品孔径0.8mm）。超能力时，则不做塞孔，做盖油

6) 协助中要求“过孔一面盖油、一面开窗，按阻焊盘中孔塞孔制作”，文件中部分过孔设计一面盖油一面开窗，但过孔孔径补偿后≥0.55mm，超出我司盘中孔塞孔能力，已与顾客确认按GERBER做盖油，不做塞孔
7)  “盘中孔塞孔不允许绿油冒”
8) spec关于塞孔，勾选了no plugging, 不是板子不需要塞孔，是客户对塞孔方式没有要求。如有疑问，请进行EQ确认.

5.阻焊、字符:
1) 除NPTH开窗不满足生产能力，其余均不允许更改NPTH开窗大小及形状
2) 阻焊开窗搭到周边铜皮，超过3MIL以上，按文件制作。小于3MIL，可缩小阻焊开窗、避免周边露铜                    

3) 阻焊厚度:[image: image10.png]


不允许阻焊套印（完成铜厚大于等于52.9微米时，允许阻焊套印)

4) 孔径≥0.35MM，双面开窗的孔且单边开窗比孔≥4mil的；不允许绿油入孔
5) 文件设计阻焊开窗上线，光标点等开窗露线，可修窗：如为客户故意设计，则依GERBER;无法判断时请EQ确认；露铜皮需要确认，因为有时候露铜皮是客户故意设计
i. f)“当客户要求SMT做桥(客户原文件设计桥或客户要求要做阻焊桥)，而又无法做桥时”，已与顾客确认不得随意去除SMT桥，若削铜后仍可保证SMT PAD SIZE在公差范围之内的，可自行削PAD,不需确认；否则，需确认
6) 因器件设计密集，为保证字符不上焊盘，部分字符会被削残缺模糊，原则为保证削后的字符可辨认,特殊情况需确认
7) 若板材是PTFE，客户不接受我司工程默认板边边框无阻焊区域增加阻焊线避免毛刺做法，需与客户EQ确认是否接受板边毛刺
8) 当客户设计BGA阻焊开窗比BGA小时，如工程需要更改为正常阻焊开窗，需与客户确认
6.外形、拼板:
1) 顾客文件中没有要求时，外形公差按±0.10MM控制
2) 板边金属化订单，顾客文件中没有要求时，外形公差按+/-0.15mm控制

3) 如板内无定位孔，可在附边加定位孔；如无附边，而又需要添加定位孔时，需要确认

4) 工程需在ERP中V-CUT（含“跳V-CUT”）工艺备注中加入“V槽深度≥0.1mm”的要求，对于板厚≤0.6mm的板若要求双面V-CUT需走难度板评审流程) ; 顾客要求V-CUT角度超我公司能力或需要单面V-CUT时，需要与顾客确认。

V-CUT余厚没有要求时：       板  厚                      余厚及公差

i. 0.50mm – 1.00mm                 0.35mm ± 0.10mm

ii. 1.01mm – 1.60mm                 0.45mm ± 0.10mm

iii. 1.61mm – 2.00mm                 0.50mm ± 0.10mm

iv. 2.01mm – 2.30mm                 0.60mm ± 0.10mm
5) 顾客特殊要求除外，拼版附边上优先加实心铜皮，其次也可以铺网格铜（镀金板除外，对镀金板附边内层加实心铜皮，外层不加任何铜）；

6) 若客户说明Inner radius(contour) 1.2mm,则工程按照半径为1.2MM做倒圆角
7) 对于新单：拼板交货的板需在四个角倒半径为1.0mm圆角,单拼交货的板按客户要求制作，如需更改，需与顾客确认； 针对客户多拼或单拼订单 ，如果文件中只有一个工艺边，只能倒工艺边的两个外角，单元板不能倒角；

8) 部分订单要求板间桥连邮票孔制作，但是没有提供具体桥连参数，如邮票孔尺寸、间距，桥宽等，在保证不露铜及影响客户装配，桥连邮票孔各参数由我司自行设计；

9) 顾客要求拼板，但没有给出拼板方式时，首选V-CUT,其次桥连邮票孔（外形不规则、板包边、板厚小于0.5或板厚大于2.3按桥连邮票孔方式），方式如下（工艺边上的NPTH3个，大小3.0MM,阻焊开窗3.5mm，MARK点3个，正反面均需加反光点，大小1MM,阻焊开窗3.0mm,工艺边宽6MM(不含铣槽宽度)，若有铣槽，则槽宽按2.0mm）：

[image: image3.png]300 NTH Tockng hoes SM Opanig 350 TYP 3 UNIT: MM
~ v S coora 330 e V1 e
é—‘gr [;1,. o S oy Yoy
3
! T veut
"
N e
H H

f .A;j;]_ Lmj)—mm-J




[image: image4.png]UNIT: MM

@0,5NPTHTYP 12

/ 2.0 rout width

10 TYP
30

3

Note: Two rows of holes required between PCBs;
Only one row of holes required on outside
edge-must be on PCB edge.




[image: image5.png]



7. 其他:
1)顾客不接收打叉板；
2)部分订单客户要求需符合“PERFAG 2B”或“PERFAG 3C”标准，已与顾客确认按IPC-II级标准制作及检验；
3)验收标准：按顾客要求填写IPC-A-600 II级 或IPC-A-600 III级(文件中没有说明默认按IPC-A-600 II级)；
4)若客户提供了前版本或其他型号的光绘文件，客户需要指出具体的参考内容如拼板，否则拒单跟客户确认； 若是转单客户提供的是其他工厂制作的光绘文件(客户需指出是转单Move order)，则参考此生产稿制作不用再问，不能参考的需提出EQ确认。
5)当顾客文件中有要求塞孔材料为树脂且塞孔类型为IPC-4761 TypeV/ VI时，需工程与客户EQ建议为按照树脂塞孔类型IPC-4761 type VII 制作; 客户未指定塞孔材料且要求按IPC-4761类型 VI时，默认按照阻焊塞孔，而不要采用树脂塞孔
6) 包覆铜要求：
   此客户当存在通孔树脂塞孔时，需要按包覆铜制作要求制作，不论验收标准为IPC II或III级，包覆铜厚度均按最小5um制作，我公司可以制作，若客户制板说明中要求包覆铜＞5um，需建议客户改为最小5um
7)顾客不接受过孔藏锡珠

 8) 当客户制板文件中提供了DWG拼板文件时，该文件只能作为拼板参考，实际拼板必须按照该文件中的标注尺寸为准（客户提供的DWG文件导入GENESIS后，标准尺寸会与导入的尺寸不一致，所以必须更改为按标注尺寸，已投诉过多次）

 9)
	S1141板材替换为IT158板材规则（来源于PCN:S1141替换新规则-指定客户不能替换S1141）

	客户代码
	技术中心给出替换规则
	工程执行要求

	V011
	不允许替换
	NOPE单和NOPE更改单：第一次下单是S1141，且客户没有提出更改板材时，公司内部不允许替换。新单：按新客规执行。


10) 对于外层完成铜厚，客户文件中的完成铜厚值都默认为最小完成铜厚，如果有疑问需要进行EQ确认
11)一般性EQ处理办法见附件（一般性EQ处理办法），若问题描述中文字描述不准确直接参考图片，以图示为准。
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预审部分：
1. 当客户要求TD值为350时，使用IT-180A代替必须要与客户确认；
此客户 SPEC上有关标记后面若是空白的,没有特殊说明，需提出EQ确认,见附件红色:
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2. 如果客户在说明文件中有如下说明内容，不允许更改客户基铜，则在未确认的情况下不允许更改客户任何层的基铜
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3. 板边允许削铜2MIL以内，超过2mil需要与顾客确认; 允许移线2MIL范围内，否则需要确认
4. 工程系统必须勾选：叠层不可更改选项（包括双面板）
5. 客户通用说明中蓝胶要求型号为peters SD 2955，我司无此型号时，有蓝胶要求的新单，需要和客户EQ沟通蓝胶型号（NP单销售下NP更改单处理）
6. 板材需按下表选择对应厂商的板材，若无此表中列举的厂商的板材，需告知客户我司使用板材厂商

	类别
	制造商

	FR4 / Prepreg 
	ITEQ, EMC, Sheng Yi, Isola, TUC, Goworld, Nelco, Panasonic, Rogers, ILM, Taconic, Arlon, Ventec, NanYa FR4 only for SS/DS boards; CEM-1 Kingboard

	CEM-3
	Panasonic

	Ceramic
	Rogers

	PTFE 
	Rogers, Taconic, Arlon, Nelco

	Hydrocarbon
	Nelco, Rogers


7. 阻焊油墨需选择Onstatic, TaiYo, NanYa, Rongda, Tamura, Haitian, Himonia, OTC, Greencure等厂商的油墨，若无此列举的厂商的油墨，需告知客户我司使用油墨厂商

CAM部分： 
1. 客户设计的板若存在有贴片安装的，必须提供贴片文件给到客户，贴片文件的命名为文件名+P（如4WA2606P.ZIP，留意文件名为客户的文件名）(该条CAM可不理会，发邮件时程序自动更改)
2. 离子污染度：≤1.0μg NaCl/cm² 

3. Working Gerber 在EQ确认完成后48小时内发给客户EQ确认的人员。邮件命名Working Gerber_客户产品编号_工厂名称。必须发生给engineering@grangroup.ru，Working Gerber文件命名规则客户产品编号+W,如客户产品编号为NE0072767,则Working Gerber命名为NE0072767W
4. 如果因而ECN导致需要提供Working Gerber和贴片文件，则需要在邮件中注明ECN
FPC要求:

1. 对于顾客没有指明补强压合介质的情况，默认使用纯胶

2. 对于顾客明确要求冷压补强的情况，需向顾客说明冷压补强的风险；
3. 工程确认问题汇总：

            
[image: image9.emf]工程共性问题.xls


4. 挠性板和刚挠板，涨缩要求控制0.10%（万分之十）；
5. 对于多拼板，若客户没有提供图纸，我司工程需根据X和Y轴方向测量最远的盘和盘，孔和孔之间的尺寸，提供给工厂进行出货前的涨缩监控。
6. 针对补强区域的柔性桥连，将桥连区域的补强外形向板内缩小0.1mm制作，避免对位偏差导致的偏位
7. 板材需按下表选择对应厂商的板材，若无此表中列举的厂商的板材，需告知客户我司使用板材厂商
	材料类型
	制造商

	Flex material 
	Thingflex, Dupont, Panasonic, Taiflex, Arlon,shengyi

	Coverlay/yellow coverlay/Pure glue 
	Dupont, Taiflex,Shengyi

	PI
	UBE, Taiflex, Dongyi

	PP
	TaiGuang
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						GRAN Group Engineering
Questions (EQ)

						NOTE:

						All these answers can be used if there is no special requirements in PCB specification.										approved date: 06.05.2022

						Item		№		Question Description		Attachments		Our answer

						Finish copper
完成铜厚		1		It is indicated  the finish  copper thickness 35 um for the base copper 18 um in the stack-up.
叠层中基铜18μm，完成铜厚35μm		fig1		Follow IPC class 3  to use 18 um  base copper and control  the finished copper thickness min 38.4 um .
参考IPC的3级标准，基铜18μm时，最小完成铜厚38.4μm

								2		The board is a single side PCB.
这个板是单面板		fig2		The finish copper thickness will be controlled in  accordance with IPC6012, table 3-14 .
完成铜厚参考IPC6012表3-14的要求,

						Copper polygon
多边形的铜		3		There are some very small gaps on the copper plane.                                                       It can't form such a small clearance between them.
铜平面上有一些非常小的缝隙。它们之间不可能形成这么小的间隙。		fig3		It is allowed to full fill in these small gaps, if you cannot form them in accordance with your ability. If you need to change the grid type of polygon to the solid type you must send us EQ for confirmation.
如果按照快捷能力无法制作，允许将图示的空隙（边缘间隙以及箭头所指的多边形网格间隙）直接填充，但是如果发现板子设计的常规的网格间距都不够，要改为铜皮的时候，需要EQ跟客户确认，就像箭头上方的这种规则的网格是不能直接填充或者改成铜皮的。

								4		There are small copper  strips (size 0.05 mm or lesser)  in polygon.
有一些(尺寸小于0.05mm)呈多边形的小铜条（线）。		fig4		Delete this kind of copper strip.
删掉这类铜条（线）

								5		The distance from copper polygon to the outline  is not enough, it will be copper exposed on the final PCB.
铜皮到外形的距离不够，会导致成品板露铜。		fig5		It is allowed to shave copper polygon along the outline no more than 50 um to avoid copper exposed. If you need to shave copper more than 50 um you should send us EQ for confirmation.
允许沿外形削铜皮50μm以内保证不露铜，如果削铜皮＞50μm必须EQ确认

						Pads on copper
铜面上的焊盘		6		Part of the SMD (exclude BGA pads) is on copper surface, there will be different SMD sizes on finished board if we follow the original file to make.
部分SMD焊盘在大铜面上，这种设计会导致SMD焊盘大小不一致		fig6		Follow your rule to modify the soldermask opening on copper plane, to provide the same pad sizes.
按照快捷规则修改大铜面上的阻焊开窗，保证焊盘大小一致

								7		Part of the BGA pads is on copper surface, there will be different SMD sizes on finished product if we follow the original file to make.
部分BGA焊盘在大铜面上，这种设计会导致BGA焊盘大小不一致		fig7		Send us the EQ for confirmation with customer. 
 与客户EQ确认

						Perforated holes
邮票孔		8		Perforated holes are close to copper polygons.
邮票孔靠近铜皮		fig8		Shave copper around perforated holes to avoid copper exposed.
削除连孔（邮票孔）周边的铜，避免露铜

						NPTH
非镀覆孔		9		The distance from NPTH to the copper  polygon is not enough, it will be copper exposed. 
NPTH孔到铜皮的距离不足会导致露铜		fig9		It is allowed to shave copper polygon around these  NPTH no more than 50 um to avoid copper exposed.
允许围绕NPTH削铜50μm，保证不露铜

								10		There are no soldermask openings for non plated holes or sizes of soldermask openings are not enough.
NPTH孔没有阻焊开窗或者阻焊开窗太小		fig10		Make 0.05-0.10 mm soldermask opening per side on top and bottom side for these NPTH holes.
对于这类NPTH孔在顶底层制作单边0.05~0.1mm的阻焊开窗。

						Fiducial marks
Mark点		11		The soldermask opening of fiducial is close to copper, which will cause the surrounding copper  to be exposed.
Mark点的阻焊开窗靠近铜皮，会导致周边露铜		fig11		Reduce the soldermask opening of fiducial to ensure that no copper will be exposed.
缩小Mark点的阻焊开窗保证不露铜

								12		The soldermask opening of fiducial is too large and open copper, which will cause the surrounding copper  to be exposed.
Mark点的阻焊开窗太大导致铜皮露出，从而导致周边露铜		fig12		Cut out the surrounding copper to ensure that no copper will be exposed.
削掉周围的铜，确保没有铜暴露出来。

								13		Need to make a panel. It is not indicated  parameters of fiducial marks on blanks of panel in the PCB specification . 
需要做拼板。PCB规范中没有指明拼板附边上Mark点的参数		fig13		Fiducial marks is 1.0 mm,  soldermask opening is 3.0 mm.
Mark点大小1.0mm，阻焊开窗3.0mm。

								14		The soldermask opening of fiducial is too large and open track and (or) via pad.
Mark点的阻焊开窗太大，导致线路以及孔环露铜		fig14		Trim the soldermask opening of fiducial around copper to ensure that no copper will be exposed.
修改铜皮周边的Mark点的阻焊开窗，保证没有露铜

								15		About protective rings to isolated fiducials on array rails, when additional copper is not allowed in panel frame area.
当PNL外框上不允许有多余的铜时，关于连接轨道（工艺边）上的MARK点的保护环		fig15		Add protective rings to isolated fiducials on array rails (cover the rings with mask), when additional copper is not allowed in panel frame area.
Remark: Distance from fiducial to near edge of the protective ring should be no less 1.5 mm.
当PNL外框上上不允许添加多余的铜时，直接添加Mark点的保护环（用阻焊覆盖）。注意：Mark点边缘距离保护环至少1.5mm

						Soldermask 
阻焊		16		There is a value of  the soldermask thickness in the stack-up.
在叠层设计中有阻焊厚度的值		fig16		Control the soldermask  thickness in according to the Appendix 1 General PCB requirements.
按照Apprndix1的要求控制阻焊厚度（按客规要求来，客户同意按我司标准）

								17		PCB has vias covered with mask on both sides.
双面盖油的过孔		-		Always ok to plug them with mask if no pluging is specified.
如果没有规定塞孔，允许直接塞孔,塞孔深度≥70%

						Silkscreen layers
字符层		18		Some lines and  legends in silkscreen layers are very thin (width of line is only 0.05-0.08 mm). 
丝印层中的一些字符框和字符的线条非常细(线条的宽度仅为0.05-0.08毫米)		fig18		Enlarge the width of these lines and enlarge legends in silkscreen layers in accordance your technology.      
 根据快捷的规则，加大这些线条的宽度，并加大丝印层中的字符

								19		There are some silkscreen frame/component outline designed on the pad  or very close to pads which will result in bad solderability.
焊盘上或焊盘附近有一些丝印框/零件外框，会导致焊盘的可焊性不好。		fig19		Trim silkscreen frames/component outline on pads  in accordance your technology,  silkscreen  frames/component outline can be incomplete.
根据快捷的规则，修改在焊盘上的丝印框架/零件外框，丝印框架/零件外框可以不完整。

								20		Some silkscreens (lines or/and words) are on the slots or outside the PCB border.
板外或者槽内的字符（线或者文字）		fig20		For the silkscreen outside the board outline, factory will delete them directly if no otherwise specified.
无特殊要求时直接删除

								21		The legend width is large, words will be unreadeble on the finished  PCB.
字符线太粗，成品上的字符可能会模糊不清		fig21		Reduce the legend width to ensure they are recognizable on the finished PCB.
减小字符线宽保证成品上的字符清晰可辨

						Customer article
客户文件		22		The model number (customer article) in Gerber is inconsistent with the description in the specification. 
Gerber的型号(客户产品)与规范中的描述不一致		fig22		It is Ok, just follow gerber.
依Gerber制作

						Tolerance 
公差		23		There is no a tolerance for the size of the panel.
拼板尺寸没有公差		fig23		Make the tolerance +/-0.1.
公差按+/-0.1mm

						Stack-up
叠层		24		It is not indicated the Stack-up.
没有叠层设计		fig24		Make the stack-up at your option.
按照快捷的规则设计叠层

						UL/marking/ datecode
标记		25		Indicated marking are not complete (only Date or only UL or only Serial number with Date or…).
标记不完整(只有日期或只有UL或只有带日期或…的序列号)。		fig25		It is normal, please just follow the requirement in according to our Specification.
这是正常的，请按照客户的规格书来做。

								26		It recommends to add the PCB production number (for example, "04h169048") in  top/bot silkscreen layer on the blank of panel to avoid mixing boards.
建议在顶底字符层空白位置增加PCB生产号(例如“04h169048”)，以避免混板		fig26		Allowed to add the PCB production number in top/bot silkscreen layer on the blank of panel to avoid mixing boards.
允许在顶部/底部字符层空白位置添加PCB生产号，避免混板。

								27		There is no a indication of layer for markings in PCB specification.  
在PCB规范中没有指出标记加在哪一层		fig27		Add markings in BotMask or TopMask  in copper-free place.
加标记在底层阻焊或顶层阻焊的无铜区域

						Paste files
贴片		28		Questions about paste layers.
关于贴片的问题		-		You can prepare paste files at your option without any questions to GRAN GROUP.
可以按照我司规则制作贴片层

						V-score
V-Cut		29		About test pads on array rails.
工艺边上的测试焊盘		fig29		You can add v-cut test pads on array rails (not inside PCB area).
在工艺边上增加V-cut测试焊盘（不允许在板内区域）

								30		If  v-score angle / web thickness tolerance is given on drawing without tolerance.
如果图纸中没有提供V-cut的角度和余厚公差		-		Follow +/-5° & +/-0.10 mm.按照+/-5°和+/-0.1mm

						Outline
外形		31		About right outer corners in panel or PCB
板的外角		fig31		Always ok to round array corners at R 1.0 mm, if no otherwise specifed.
如果文件没有要求，连片外角做R1.0mm的圆角。

								32		If PCB has right internal corners.
如果板子有做内角		fig32		Always ok to round internal right corners at R0.5 mm, if no otherwise specifed.
无要求时内角圆角R0.5mm

								33		About the route into array rails.连接轨道上（工艺边？）的铣切线		fig33		Route/slot can goes into array rails areas by 1mm or half of the mill to avoid burrs. 
切割线或者槽可以延伸到连接轨道（工艺边？）1mm或者铣刀的1/2，避免毛刺

						Copper thieving
阻流铜		34		When we provide gerber files in array format, but without copper thieving (additional copper) on rails.
当我司提供拼板的GERBER，但是工艺边上没有铺铜时		-		You can add copper thieving to rails, if no otherwise specified.                                                             Solid fill is preferred however in the interests of balancing crosshatched patterns can be used unless otherwise instructed. It is not allowed to add additional copper inside PCB outline without written permission. 允许在工艺边上铺铜，但是不允许在板内铺铜。工艺边铺铜优先选铺整块铜皮，网格铜也是允许的。

						工艺边		35		About test pads on array rails.
在工艺边上的测试焊盘（如图35)		fig35		You can add silkscreen test pads on array rails (not encroach into the 
circuit area).
我司可以在工艺边上增加测试焊盘字符（不允许靠近线路区域）

								36		About guard rings to isolated fiducials on array rails.
关于工艺边上的MARK点的保护环（如图17）		fig36		If no otherwise specified, ok to add guard rings to isolated fiducials on array rails (cover the rings with mask), when array copper thieving is not allowed.            
Remark: 1.5mm min distance from fiducial to inside of protection ring.
当不允许铺铜点时，如果没有其他要求，允许给工艺边上的MARK点增加保护环（保护环用阻焊覆盖）
注意：MARK点距离保护环内部至少1.5mm

						焊盘尺寸		37		About SMT pads 0,25 mm width or less.
SMT焊盘宽度≤0.25mm（如图8）		fig37		For SMT pads 0,25 mm width or less, control the width tolerance of the 
narrowest conductor "A" (see IPC-A-600, 3.2.1) as ± 15%. Pay attention to the etch compensation for such pads, especially if the pads are not connected with tracks or polygons.
对于宽度≤0.25mm的SMT焊盘，控制最窄导体“A”（导体顶部）的宽度公差(参见IPC-A-600;3.2.1)为±15%。注意这种焊盘的蚀刻补偿，特别是如果焊盘没有与线路或多边形铜皮连接。
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		Finish copper thickness will be 55.7 um min

		Finish copper thickness will be 24.9 um min

		examples for reference

																		requirements in IPC6012
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										small copper strip in polygon
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		connections with thick traks

														SMD pads in copper polygons
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																connections with thick traks

		SMD pads in copper polygons and connections with thick traks
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																Make 0.05-0.10 mm soldermask opening per side
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																				Reduce the solermask opening of fiducial
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																								Cut out the surrounding copper
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				isolated fiducial
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																														Thickness in according to our General PCB requirements
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		inside the slot

												lines outside the PCB outline																				words outside the PCB outline
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		only for reference										Reduce the legend width
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																														round array corners at R1.0mm
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						outer corners of panel
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Customer article no and revision level Plata2izm

Number of layers 1
Laminate type or IPC-4101 categorization FR-4
Board thickness 1.6+-10% mm

Base copper thickness 35/0 um

{
























E

Tayer Name

Type

Tsage

Thickness

™ NOTES
1 | DIELECTRIC 1 | Dielectric | Solder Mask | 0.015
2 | LayeriTop Metal signal 0.018+plating | 0.035mm
3 | DIELECTRIC 3 | Dielectric | Substrate | 0.7 Core
4 |Layer2 Metal Signal 0.035
5 | DIELECTRIC 02 | Dielectric | Substrate |0.12 Prepreg
& |Layers Metal Signal 0.035
7 | DIELECTRIC 01 | Dielectric | Substrate | 0.7 Core
8 | LayerdBottom | Metal Split/Mixed | 0018+plating | 0.035 mm
o | DIELECTRIC 5 | Dielectric | Solder Mask | 0.015







Layer Stack Legend

Material Layer Finish thickness

~ Copper 18um  Top 0.035mm(1.38mil)

Core 1.499mm(59.00mil)

Copper 18um  Bottom 0.035mm(1.38mil)







Table 3-14 Internal Layer Fail Thickness after Processing’

Absolute Cu Min. (IPC-4562 Maximum Variable Processing
less 10% reduction) (um) [pin] Allowance Reduction® (um) [pin]
FOR REFERENCE FOR REFERENCE Minimum Foil Thickness
Weight (pm) [oz./ft/%] PURPOSES ONLY? PURPOSES ONLY after Processing (um) [pin]
5.10 [1/8 oz.] 4.60 [181] 1.50 [59] 3.1 [122]
8.50 [1/4 0z.] 7.70 [303] 1.50 [59] 6.2 [244]
12,00 [3/8 oz.] 10.80 [425] 1.60 [69] 9.3 [366]
17.10 [1/2 0z.] 15.40 [606] 4.00 [157] 11.4 [449]
34.30 [1 0z.] 30.90 [1,217] 6.00 [236] 24.9 [980]
68.60 [2 0z.] 61.70 [2,420] 6.00 [236] 565.7 [2,193]
102.90 [3 oz.] 92.60 [3,646] 6.00 [236] 86.6 [3,409]
137.20 [4 0z.] 123.50 [4,862] 6.00 [236] 117.5 [4,626]
6 pm [236 pin] below minimum
IPC-4562 value lhickness of calculaled
Apeve 187.80 (4102 less 10% reduction 6.00 [=28] 10% reduction of foil
thickness in IPC-4562







General specification details:
NCAB Atticle no NE0D81821

Customer article no and revision level 642 37471014 4
Number of layers 1
Laminate type or IPC-4101 categorization FR4
Board thickness 100201 mm
Base copper thickness 0770 um
Finished copper thickness outer layer
Size of single unit 20.40+0/-0 2x26.00+0/-0 2 mm
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PCB Specification

4. Please make the panel at your option.
Size of each blank of panel should be 5.0 mm, location of break tabs at your
option. Add fiducial marks at the blank of panel.
























12L PCB Stack-Up

Thickness

Gerber Layer Type of Material m Er
PLATING
TOP.art ToP s 45 1
PREPREG 2116 | 102 3,94
L2art 2 COPPER 15 1
CORE 110 4
L3art 3 COPPER 15 1
PREPREG 2116 | 198 4
Ldart 4 COPPER 15 1
CORE 110 4
L5.art L5 COPPER 15 1
PREPREG 2116 | 102 4
L6.art L6 COPPER 36 1
CORE 110 Z3
L7art L7 COPPER 36 1
PREPREG 2116 | 102 4
LBart 8 COPPER 15 1
CORE 110 4
L9.art L9 COPPER 15 1
PREPREG 2116 | 198 4
L10.art L10 COPPER 15 1
CORE 110 4
Litart L1 COPPER 15 1
PREPREG 2116 | 102 394
COPPER
BOTTOM.art BOT BSOS 45 1
TOTAL +10%]| 1686






Layer Stack Legend

[N copper

NN coper

Material Layer Thickness
]
Copper TopLayer 0.036mm(1.40mil)
Core 0.560mm(22.05mil)
MidLayer! 0.036mm(1.40mil)
Prepreg 0.320mm(12.60mil)
MidLayer2 0.036mm(1.40mil)
Core 0.560mm(22.05mil)
Copper BottomLayer __0.036mm(1.40mil)







8.1 The finished solder mask thickness after cured, shall be met the specified value measured over
copper (as A in below graph) and measured on the knee of copper (as B in below graph) in terms of
different base copper foil.

A

Finished SM Thickness, um

Base Copper Foil, oz " 5 c
<1 10<A<30 25
from1to3 10<A<45 28 Not specified
23 10<A<55 28
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General specification details:

NCAB Article no NE0081824

stomer article no and revision level 6422_3747_101A-7

Job : 01h168966

Job Matrix

] Popview - 1
T

rout

—cut

]| (=] [=]| = []

T







Size of single unit

62.00£0.1x70.00£0.1 mm

Size of panel / array

124.00x160.00 mm







Other details

1. It is not allowed to change demanded base
2. PCBs must be delivered in panels. Bow and

5. No X-out is allowed in array.

Stack-up:  Top/INT2/INT3/Bottom

Amount and layout of
NE0074630_st.1gr
NE0074630_mt.1gr
NE0074630_top.1gr
NE0074630_int2.1gr
NE0074630_int3.1gr
NE0074630_bot.1gr
NE0074630_nb.1gr
NE0074630_sb.1gr
NE0074630_brd.lgr

layers

Sikkop -
Msxtop -
Top -
int -
int -
Bottom -
Mskbot -
slibet -
Border -

copper without our confirmation.
twist mast not exceed 0.75%.

legend print topside
soldermask topside
component side
internal

internal

solder side
soldermask botside
legend print botside
PCB border






Demands for marking /location (UL, DIC, Date in BotMask
free logo, etc)













Demands for marking / location (UL, DIC,
Jgag free logo, ete) UL, Factory logo, Date
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_1712750481.xls
挠性板及刚挠板

		序号		问题分类		问题描述		建议		与顾客沟通结果

		1		叠层		当顾客没有叠层要求时：		建议：顾客每次下单时提供相应的叠层结构图；或按我司提供的叠层结构模板制作；		请FASTPRINT提供结构确认

		2		线路1		当客户文件中存在短线头时，按客户的gerber文件制作。		建议：对于客户文件存在断线头的按客户原文件制作，无需再确认。		OK，特殊情况请提出确认

		3		线路2		对于多层板，为了优化生产，缩短生产周期，是否允许我司按删除内层非功能性焊盘制作？		建议：对于多层板，允许我司按删除内层非功能性焊盘制作，无需再确认；		按IPC-2222,客户无要求时，去内层独立PAD时，需确认。

		4		表面工艺		此顾客有些定单在下单时没有告知表面工艺，为了不影响交期，则：		建议：顾客对于每一款新单都在P/O说明文件中明确说明此板的表面工艺；		OK

		5		出货		因刚柔板受板材及成品板厚较薄因素的制约，成品率较底；为了节约生产成本，建议当SET交货时，接受每块SET中有x个单元板报废；		建议：SET交货时，5拼以下接受单拼报废，5拼以上接受20%报废，无需再确认；		需确认

		6		覆盖膜（阻焊）开通窗		对于SMT焊盘之间间距太小了（我司极限能力SMT焊盘间距20MIL，绿油为7mil）,我们无法保证SMT焊盘之间的覆盖膜（阻焊）,则;		建议：当SMT焊盘之间间距小于20MIL（7mil），SMT焊盘之间按开通窗制作（SMT焊盘之间按不保留覆盖膜/阻焊制作）；接受SMT焊盘之间按开通窗（SMT焊盘之间按不保留覆盖膜/阻焊制作制作）;		按硬板规则，不允许随意去桥

		7		覆盖膜代替阻焊油墨		对于单纯的柔性板，当说明文件中要求印阻焊油墨时，允许使用覆盖膜代替阻焊油墨，则：		建议：当说明文件中要求印阻焊油墨时，允许使用覆盖膜代替阻焊油墨		需确认

		8		金手指		此顾客设计金手指板有以下问题：金手指离板边太近了,且金手指之间间距太小了,为了防止激光铣外形时伤到手指,及金手指之间产生微短,则：		建议：为避免手指短路和开路，允许削手指6MIL以内，无需再确认；		需确认

		9		柔性边缘到刚性区域导体距离		此板设计的文件中柔性区域边缘到刚性区域导体间距小于0.5MM超我司能力[我司能力：柔性区域边缘到刚性区域导体间距最小0.5MM]，导致柔性边缘的导体无法蚀刻出来。为了避免重复确认此问题，则：		建议：顾客在设计的刚柔板时，保证柔性区域边缘到刚性区域导体间距大于0.5MM以上；		需确认

		10		尺寸		顾客提供的说明文件中成品尺寸与GERBER文件中实际尺寸不一致，则：		建议：当说明文件中成品尺寸与GERBER文件中实际尺寸不一致时，成品尺寸按GERBER文件中实际尺寸，无需再确认；		需确认

		11		板厚		客户提供的板厚要求没有公差时，刚柔板大于1.0mm的按+/-10%控制；小于等于1.0mm的按+/-0.1mm控制；柔性板按+/-0.05mm控制，无需再确认。		建议：刚柔板大于1.0mm的按+/-10%控制；小于等于1.0mm的按+/-0.1mm控制；柔性板按+/-0.05mm控制，无需再确认。		需确认

		12		翘曲度		刚柔板：当客户提供的叠层为不对称结构时，翘曲度控制在2%以内。		建议：叠层为不对称结构时，翘曲度控制在2%以内，无需再确认。		当客户提供的叠层为不对称结构时，如无法满足客户翘曲度要求需确认，尤其是当板厚大于0.15mm的时，是静态弯折或动态弯折的需要提出确认

		13		镍厚		刚柔板：当客户要求镍厚太厚时，为保证柔性部分不会断裂，统一按1.5--3.5um控制。		建议：刚柔板的柔性部分镍厚按1.5--3.5um控制无需再确认。		无法满足客户要求时，需提出确认。

		14		标记周期		客户要求标记加阻焊层而阻焊层空间不够时，允许将标记周期加在对应字符层。		建议；当阻焊层空间不够加标记周期时，允许加在对应字符层，无需再确认。		若为终端客户要求，需确认;若为NCAB要求，可直接加在字符层。

		15		补强钻孔		客户有补强要求且补强上需钻孔，但又无补强上的钻孔孔径说明时，补强上的钻孔按比板上的钻孔单边大6mil制作。		建议；客户补强钻孔无孔径说明时，补强钻孔按比板上的钻孔单边大6mil制作。		OK

		16		覆盖膜压手指		对于有手指焊盘的纯柔性板，为了防止后指位置断裂，我司做法拉长手指，使得覆盖膜压能住手指焊盘，防止手指位置断裂则：		建议：接受我司拉长手指，使得覆盖膜压能住手指焊盘，防止手指位置断裂。		对于有手指焊盘的纯柔性板，客户接受为了防止后指位置断裂，我司做法拉长手指0.1mm以内，使得覆盖膜压能住手指焊盘

		17		说明		客户说明文件有非英语说明时，按忽略处理。		建议：客户的说明文件中有非英语说明时按忽略该说明处理。		尽量翻译成英文，不清楚可确认。






